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Die LTCC-Mehrlagentechnologie auf Basis keramischer Folien
bietet vielféltige Designmdglichkeiten fUr die Integration aktiver
und passiver Komponenten in 3D-geformte Aufbauten durch
Laminierung planarer Substrate und Bondtechnologien. Eine
Herausforderung der LTCC-Prozessierung stellt die oft beschrie-
bene Substratverwdlbung dar, welche bei Silbermetallisierung
auftritt. Die Verwdlbung kann von verschiedenen Faktoren be-
einflusst werden, z. B. durch den gehemmten Schrumpfungs-
prozess des Tapes durch die bereits gesinterte Paste, die Silber-
diffusion aus der Paste, die dadurch beforderte Kristallisation
und einen Mismatch der thermischen Ausdehnung. Zur Erzie-
lung planarer Substrate wird von Herstellern empfohlen, das
Wolben der LTCC-Aufbauten wahrend des Sinterns entweder
unter Verwendung eines Opfertapes oder mithilfe von Sinter-
pressen zu verhindern, was allerdings sowohl kosten- als auch
zeitintensiv ist.

Um hier eine preisgunstige Alternative anzubieten, hat das
Fraunhofer IKTS Silberpasten entwickelt, welche den Verwol-
bungsmechanismus unterdriicken. Beispielhaft wurden fir das
anodisch bondbare LTCC-Tape des Fraunhofer IKTS (BGK-Tape)
Pasten materialchemisch und sinterkinetisch analysiert und auf
das Sinterverhalten des Tapes angepasst. Hierzu wurde die
chemische Zusammensetzung der Glasphase und deren Anteil
in der Paste systematisch variiert und die Silberdiffusion an
polierten Querschliffen gesinterter Proben im Rasterelektronen-
mikroskop mittels energiedispersiver Rontgenspektroskopie
untersucht.

FUr das anodisch bondbare LTCC stehen nun angepasste Silber-
Innerlayer, Toplayer sowie Via-Metallisierungen zur Verfligung,
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welche verwdlbungsfrei unter Luft eingebrannt werden kénnen.
Das gewonnene Know-how ermoglicht die Anpassung siebdruck-
geeigneter Pasten auch auf andere Tape-Zusammensetzungen.

Silbermetallisierungs-Toplayer fir den Co-firing Prozess
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Die besten Ergebnisse erzielen Silberpasten, deren Sinterend-
temperatur auf Gber 700 °C verschoben wurde. Der Co-firing-
Prozess wurde mit einem Kombinationsprofil aus langsamen
Binderausbrand und einer Silbereinbrand-Stufe bei hohen
Heiz- und Abkuhlraten optimiert, so dass die Silberdiffusion
nahezu vollstandig unterdriickt wurde.
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